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В связи постоянно растущими объёмами производства изделий для электроники 
существует проблема экологичности применяемых для пайки материалов. Спла-
вы, относящиеся к системе Ag-Cu-Sn, могут использоваться в качестве материа-
лов для пайки, а также являются перспективной основой для создания припоев с 
большим числом компонентов. К настоящему времени не все свойства этих 
сплавов хорошо изучены, поэтому они требуют более глубокого и детального 
изучения. 

При разработке новых составов для припоев большое значение имеет спра-
вочная информация о возможности смешения различных компонентов [1]. 

Однако, получение экспериментальных калориметрических данных достаточно 
трудоёмкая и ресурсозатратная работа. В связи с этим существует необходи-
мость использования математических моделей для предсказания энтальпии 
смешения сплавов. 

В программном пакете для термодинамического моделирования FactSage 8.0 
было выполнено моделирование энтальпии смешения для трех разрезов AgCu-

Sn, CuSn-Ag, AgSn-Cu после чего было проведено сравнение с результатами, 
представленными в работе [1] и экспериментальными данными. Сравнение по-
казало, что использование модели Toop для интерполяции данных для двойных 
систем позволяет добиваться лучшего совпадения с экспериментальными ре-
зультатами. 
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